
Microelectromechanical Systems（MEMS）は、物質
界（2か所）を感知または操作することのできるミクロ
ンサイズのデバイスです。MEMSは集積回路（IC）を製
造するプロセスと類似したマイクロマシン加工プロセス
を使用して製造されます。これにより2次元または3次
元の微細な機械的システムを、一般的なICと同程度の小
さなエリアに製造することができます。ファブプロセス
がIC製造と類似しているため、MEMSは一般的にシリコ
ンウェハ上に作られますが、他のタイプの基板も使用す
ることができます。サイズが極めて小さいため、一枚の
ウェハ上に数万個のデバイスが形成されます。

MEMS Applications
Amkor Technologyは、マイクロエレクトロニクス・パッケージング技術にお
ける世界的なリーディングカンパニーであり、MEMSおよびMOEMS（Micro 
Optical Electronic Mechanical Systems）の世界最大のアウトソースプロバ
イダーです。

MEMSは物理的世界を感知または操作することのできるミクロンサイズ
のデバイスです。MEMSは一般的にシリコンウェハ上で作られますが、
他のタイプの基板でも使用することができます。サイズが極めて小さい
ため、一枚のウェハ上に数万個のデバイスを作ることが可能です。

Courtesy Sandia  
National Laboratories

SUMMiT™ Technologies
www.mems.sandia.gov

MEMS/Sensor Consumer 
Devices Automotive Health & 

Fitness
Home/

Industrial

加速度センサー    

バイオセンサー     

ケミカル／ガス    

指紋  

ジャイロスコープ    

湿度    

慣性（IMU）   

赤外線    

光／光学    

磁気センサー     

マイクロフォン    

圧力     

温度    

Amkor’s Value Proposition
MEMS Manufacturing

 f 標準プラットフォーム＝迅速な開発
 ▷ 新製品の迅速な導入
 ▷ 低開発コスト

 f Amkor experience
 ▷ 専属のMEMSチーム
 ▷ 新たな設備や材料を継続的に導入し絶えずアップデートされるツールボ
ックス、TSVやCuピラーなど他のコアテクノロジーの活用

 ▷ 内製テスト開発環境

MEMS PACKAGING  
CONSIDERATIONS

Amkor Technologyは、マイクロエレ
クトロニクスパッケージング技術にお
ける世界的なリーディングカンパニー
であり、MEMSおよびMOEMSの世界最
大のアウトソースプロバイダーです。

GENERAL REQUIREMENTS

 f 応力コントロール

 f 物理的入力信号を効率よく 
MEMSへ伝える

 f MEMSおよびASICデバイスの保護

CONSUMER MARKET

 f 迅速なターンアラウンドタイム

 f 再利用性が高いパッケージング

 f 小型化ロードマップ

AUTOMOTIVE MARKET

 f より厳重なデバイスパッケージ保護

 f カスタマイズされた要求事項

TECHNOLOGY SOLUTIONS

MEMS Technology



詳細についてはamkor.comにアクセスしていただくか、またはsales@amkor.com までメ
ールをお送りください。
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Material Characterization

DMA、DSC、TGA、TMA、熱モアレ、FTIR、干渉計、硬
度、 粘弾性 、 拡散率、溶解度、その他。
 
 
Modeling And Simulation

電気および熱機械解析（機械的、熱的、電気的、EMI/RFI
モデリング）

パッケージ／ボードレベル信頼性

Amkorは複数の工場であらゆる種類の信頼性試験を提供
します。

 
Amkorは次の戦略的ロケーションでMEMS／センサーに関
するアクティビティを進めています:

 f フィリピン（ATP）
 f 韓国（ATK）
 f 中国（ATC）
 f 日本（ATJ）

MEMS Technology

オープンツール利用可
（試作） 端子数 ボディ幅 

(mm)
ボディ長 
(mm)

ボディ厚 
(mm)

パッケージ 
タイプ

リッド 
タイプ チップ数 接続方法 工場 外形図のド

ローイング
ユニット 
外形図

8 2 2 0.8 キャビティLGA 金属 マルチチップ WB  P3 TBD –
8 4 4 0.9 キャビティLGA 金属 マルチチップ WB  P3 643113PO –
8 5 5 1 キャビティLGA 金属 マルチチップ WB  P3 TBD –
8 7 7 1 キャビティLGA 金属 マルチチップ WB  P3 647876PO 647874UD
8 4 3 1 キャビティLGA L2L マルチチップ WB P3 698505P0 698275UD

8 5 2 1 モールドキャビ
ティLGA/BGA

ガラス/ 
フィルター

シングルチ
ップ WB  C3 TBD –

22 6.8 4.9 1.2 モールドキャビ
ティLGA/BGA

ガラス/ 
フィルター

シングルチ
ップ WB  C3 TBD –

20 6 6 1.9 キャビティLF ポリマー マルチチップ WB P3 610182PO 640993UD

18 15 25 0.45 モールドキャビ
ティLGA/BGA

マイクロレ
ンズ

シングルチ
ップ WB C3 TBD –

Cavity MEMS Packages

MEMS/Sensor Package Standards

パッケージタイプ  オーバーモールド チップ表面露出 キャビティ モールドキャビティ

リードフレーム 
SOIC/MLF®

ChipArray® 
LGA/FPBGA
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